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:O����, 塑封封装 双向可控硅澞 
Triac in a TO-220F Plastic Package. 
 

中电流可控硅，Ѻ通态压降，高可靠性和稳定性，热敏电阻特性Ѻ澞 
Medium current triac, Low on state voltage drop,High reliability and stability,Low thermal resistance. 
 

适用于一般用途交流开关澞如固态继电器澝加热调节澝异步电动机起动电路澝电机速度控制器等澞 
Suitable for general purpose AC switching .Such as static relays,heating regulation,induction motor 

starting circuits,motor speed controllers,etc. 
 

 

 

PIN1：Main Terminal 1 PIN 2：Main Terminal 2 PIN 3：Gate 

 

印章代码  /  Marking 
 

见印章说明澞 

See Marking Instructions. 

 

描述  /  Descriptions 

特征  /  Features 

用途  /  Applications  

内部等效电路  /  Equivalent Circuit 

引脚排列  /  Pinning 
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电参数曲线图  /  Electrical Characteristic Curve 
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外形尺寸图  /  Package Dimensions 
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印章说明  /  Marking Instructions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明： 

(8：   为公՛代码 

(:���8：     为型՚代码 

9W：         为 I-: 分档代码 

****：  为生产批՚代码，随生产批՚变化 

 

Note: 

BR:    Company Code 

BT1208:     Product Type Code 

SW:         IGT Bracket code 

****:   Lot No. Code, code change with Lot No 

 

 

 

BR 

**** 

BT1208 
SW 



BRBT1208SWFA 
Rev.A Nov.-2023                                                                            DATA SHEET 

http://www.fsbrec.com      6 / 6 

 

波峰焊温度曲线图(无铅)  /  Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

说明：           Note: 

1澝预热温度 25～150℃，时间 60～90sec;   1.Preheating:25~150℃, Time:60~90sec. 

2澝峰值温度 255±5℃，时间持续为 5±0.5sec;  2.Peak Temp.:255±5℃, Duration:5±0.5sec. 

3澝焊接制程冷却速度为 2～10℃/sec.    3. Cooling Speed: 2~10℃/sec. 

 

耐焊接热试验条件  /   Resistance to Soldering Heat Test Conditions 

温度：270±5℃  时间：10±1 sec.    Temp.:270±5℃  Time:10±1 sec 

 

包装规格  /  Packaging SPEC. 

散件包装  /  BULK 

Package Type 
�7>ß���E  

Units 	;>ß�ƒH�  Dimension  	;>ß�p�.   (unit�˘ mm3) 


